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논문제목
“O2 플라즈마 표면 처리 공정 후 라미네이션 공정으로 제작된 흑연 페이스트 기반의 저비용

및 고감도 유연 압력 센서”

요청부분
(pp.26) 장 번호 표기 오류

5. 결론

정 정
(pp.26) 장 번호 표기 오류 정정

4. 결론
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논문제목 “열전도도 저감 기반의 열전소재 성능 증대 전략 수립을 위한 수식적 이해”

요청부분
(pp.93) 장 번호 표기 오류

3. 결론

정 정
(pp.93) 장 번호 표기 오류 정정

4. 결론




